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Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
(Spar Dash Receiver min bzw. org)

Spar Dash Chippings

in Spar Dash Receiver min bzw. org

Spar Dash Anschlussprofil

Strukturputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe

Verdiibelung gemék Zulassung
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Variante versenkt
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alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der

MaRstablichkeit beinhalten.

System: . . Pl . alsecco GmbH
R Kombinationsfassade 2051810 o
WDVS Putz / Putz besplittet Malistab: Tolc 221853
Detall ca.1:25 s

Systemibergang Flache

Aktualisierung:
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